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제 7 장 유기절연체 최근 연구동향-1 

김윤호 

○ 한국화학연구원의 경우 폴리이미드 계열 유기절연체 소재 연구를 수행해 왔으며, 

유기절연체 원천소재를 확보하고 있음. 최근에는 폴리이미드-벤족사졸 혼성 

유기절연체를 개발하여 플렉시블 고온 안정성이 요구되는 산화물 박막트랜지스터 구현에 

성공하였음. 폴리이미드 계열 유기절연체 소재의 경우 내열성 및 절연특성이 매우 

우수하지만, 유전특성에 한계가 있기 때문에 추가적인 연구개발이 필요함. 또한, 

화학연구원은 다양한 유기절연체 표면처리를 통한 유기트랜지스터 성능향상 기술에 대해 

발표하였음. 
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○ 서울대, 경희대, 광주과기원, 삼성전자, LG 디스플레이종합기술원 등의 다양한 산-학-

연 기관에서 플렉시블 절연체 소재 분야의 연구를 수행하였지만, 지속적으로 원천소재 

및 원천기술 확보를 위한 연구를 수행하고 있지는 못한 실정임. 최근 삼성전자와 LG 

디스플레이는 유기절연체에 대한 원천기술 및 신뢰성을 확보하지 못한 상태에서, 기존의 

무기물 기반 (SiO2, SiNx) 절연체를 이용하여 고성능 유연전자소자를 개발하고 있음.  
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○ KAIST 임성갑 그룹에서는 iCVD 공정을 이용하여 10nm 의 이하의 고분자 초박막을 

제조할 수 있는 소재 및 공정기술을 개발하였음.[3] 잘 제어된 중합방법을 이용하여 매우 

치밀한 고분자 필름을 형성함으로써, 10 nm 이하의 초박막 하에서도 우수한 절연특성을 

나타내었음. 이를 통해 저전압 구동이 가능한 유기트랜지스터 제작이 가능하였음. 

 

 

 

○ 동국대 노용영 그룹에서는 기존에 사용하던 불소계 고분자 유기절연체에 ionic 

liquid 를 소량 도입하여, 절연체의 전기용량을 현저하게 올릴 수 있는 소재 기술을 

발표하였음.[4] ionic liquid 를 이용한 유기절연체 기술은 ionic liquid 의 매우 높은 
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전기용량 때문에 다양한 그룹에서 시도되었으나, ionic liquid 의 낮은 기계적 안정성 

때문에 실제 소자에 적용하는 것을 불가능했음. 동국대 연구진은 기존 보다 훨씬 낮은 

함량의 ionic liquid 를 고분자 절연체 매트릭스에 도입함으로써, 고분자 절연체의 높은 

기계적 안정성은 유지하되 전기용량은 극대화 시킴으로써, 저전압 구동이 가능한 

유기트랜지스터 및 논리회로를 제작하였음. 

 

 

○ 서울대 김연상 그룹은 PMMA-DMA 블록공중합체에 ionic liquid 를 도입하여 

유전율을 극대화 하고 self-healing 이 가능한 유기절연체 소재에 대한 결과를 

발표하였음.[6] 고분자 체인에 도입된 도파민의 catechol 그룹과 ionic liquid 가 

결합함으로서 자가치유 성능을 얻을 수 있었으며 ionic liquid 덕분에 높은 유전율을 

확보할 수 있기 때문에 낮은 구동전압에서도 작동하는 유기트랜지스터 제작이 

가능하였음. 
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